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電気・電子部品の断面観察

断面観察方法１（樹脂埋め込み）

観察試料が部品単体等のサイズであれば、専用のセリフォームと呼ばれるケース(右図）で

埋め込みますが、大きなサイズの電子基板(例:500x300mm）で、実装部品やはんだ接合部を

断面観察したい時は、基板をカッターで切刻むと、大きなストレスではんだクラック発生等の

危険性もあります。そこで、弊社では、切断時のストレスを低減する為に、先に基板全体を

樹脂埋めして、見たい部位を取り出すようにしています。

埋め込み樹脂が多くなり、手間隙も掛かりますが、品質を最優先にしております。

大型基板 大型基板専用ケース

切断機

観察部位を個片化します。
個片をｾﾘﾌｫｰﾑｹｰｽで再埋め込みもします。
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電気・電子部品の断面観察

断面観察方法２（粗研磨→バフ研磨）

樹脂埋めした試料を、研磨機で観察箇所近傍まで粗研磨を行い、次第に細かい番手の研磨紙で

研磨を行います。その後研磨剤で鏡面仕上げを行います。

Ｐｂフリーはんだ＜イオンミリングなし＞
はんだ組織まで観察できない。

Ｐｂフリーはんだ＜イオンミリングあり＞
イオンミリングによりはんだ組成観察が可能となります。

断面観察方法３ （イオンミリング：仕上げ）

試料の機械研磨後、軟らかい試料のダレを取り除く手法としてイオンミリングがあります。

研磨ダレを除去し、組成観察および界面観察には有効です。 （ご希望のみ実施）
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電気・電子部品の断面観察
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断面観察にて部品の実装不具合が判明した事例を下記に示します。

チップ部品実装のはんだクラック

BGAはんだボールクラック
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断面観察にて部品の実装不具合が判明した事例を下記に示します。

ICの実装不良

BGA実装不良

異物のかみこみ

接合はんだと未融合 BGAはんだボール落ち
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プリント基板断面観察にて、信頼性試験後（温度サイクル等）で不具合が判明した事例を下記に示します。

プリント基板部品実装箇所の断面観察

プリント基板スルーホールの断面観察

良品事例 部品端子/はんだ剥離

スルーホールクラック
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電気・電子部品の断面観察

プリント基板の平面研磨

プリント基板（小型：10cm□程度）の構造あるいは回路を確認したい場合に、プリント基板の平面研磨を行います。

水平方向の精度が要求されますので、細かい番手の研磨紙で時間をかけて研磨を行います。

平面研磨1層目：銅配線

平面研磨2層目：VIA

平面研磨3層目：銅配線

平面研磨4層目：VIA

平面研磨5層目：銅配線

平面研磨6層目：VIA

平面研磨7層目：銅配線

最表面：はんだ面

埋め込み樹脂のﾎﾞｲﾄﾞが多数あり
今後、改善していきます。


